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半导体产业自主可控步伐加速 进口依赖度持续下降
证券时报记者 张娟娟

半导体产业是现代科技的基石，也是新质

生产力的底层基座，几乎所有的电子设备都依

赖半导体芯片来实现其功能和性能。半导体

产业的发展水平已成为衡量一个国家科技实

力和综合国力的重要标志。

近年来，我国半导体供应链稳定性受到冲

击，产业链协同面临考验。在此背景下，掌握

先进的半导体技术，实现半导体的自主可控，

对于保障国家信息安全和经济安全至关重要。

本文将探究国内半导体产业自主可控的

背景、进程及成果，并结合资本市场对半导体

产业的发展动态进行解读。

从产业发展状况来看，中国已连续多年成

为全球最大的半导体市场,占据全球市场份额

近三分之一。近年来，我国半导体产业销售额

不断攀升，半导体设备国产化率不断提升。

据美国半导体行业协会数据，2016至2024
年，我国半导体产业销售额稳步上升，2021年达

到历史巅峰，接近1900亿美元，2022至2024年

持续超过 1800亿美元（2023年因行业低迷除

外）。从全球看，中国半导体产业对全球贡献度

维持三成左右，2021年创历史新高，接近35%；

2024年为29.45%，较上一年小幅上升。

半导体设备的销售额和国产化率也不断提

高。据日本半导体制造装置协会数据，自2013
年以来，中国内地半导体设备销售额总体逐年

递增，2024年超过 495亿美元，从 2012至 2024
年复合增速超过 28%。与此同时，中国半导体

设备在全球的市场份额也稳定增长，2024年首

次突破40%，较上一年增加近8个百分点。

全球最大半导体市场

2022年以来，美国多次针对半导体领域出

台大规模出口管制措施：2022年10月限制先进

制程下的高算力、人工智能芯片出口；2023年

10月，对先进计算芯片和半导体制造设备等物

项收紧管制措施；2024年12月，对24种半导体

制造设备和3种关键软件工具实施出口限制。

上述措施给中国半导体产业带来了短期冲

击和长期挑战。在此背景下，自主可控成当前国

产科技发展的关键词，特别是在半导体领域，在

关键领域掌握核心技术，不过度依赖外部供应链

与技术，是维护我国半导体产业链安全的重点。

近期，美国对多个国家和地区加征所谓“对

等关税”，全球半导体产业的进出口将受到影

响，高度全球化的半导体供应链面临重构风险。

4月11日，中国半导体行业协会发布《关于

半导体产品“原产地”认定规则的通知》，明确

“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认

定，即流片地认定为原产地。加大对进口芯片

的原产地认定，能有效防止进口芯片绕开关税，

进一步明确对于国产自主替代的需求转向。

中信证券表示，中国半导体行业的内需市

场和自主可控成为明确的发展方向。美方在

先进技术领域的“卡脖子”不会改变中国半导

体行业长期高端化的发展方向，反而会加快推

进国内产业自立自强。中原证券等机构也认

为，“对等关税”政策将对全球贸易格局变化产

生重要影响，国内半导体产业自主可控要求再

次提升，且进程有望加速推进。

自主可控紧迫性增强

中国半导体产业凭借自身产业基础，以及

政策支持、周期反转、增量创新等因素驱动，在

自主可控之路上展现独特竞争力，进口依赖度

呈下降态势。

据海关总署数据，中国集成电路进出口贸

易持续向好，其中集成电路出口额持续增长，

2019年起出口额持续超过千亿美元。2024年迎

来重要转折点，芯片成为中国第一大出口商品，

出口金额折合人民币约1.2万亿元。与此同时，

我国集成电路进口金额虽然仍呈现增长趋势，

但增速放缓。自2019至2024年，我国集成电路

进口金额复合增速为4.77%，较2013至2018年

的复合增速下降1.4个百分点。

以集成电路进出口贸易比值来看（进口金

额/出口金额），该比值自 2018 年以来逐年下

降，2024年该比值为 2.42倍，较 2007年峰值下

降超一半。

从半导体设备不同地区的进口金额来看，

我国半导体设备对单一地区的依赖度正在下

降，进口地区逐渐多元化。数据显示，2024
年，来自美国的进口金额占比低于 20%，较

2021年下降超 1.6个百分点；来自日本的进口

金额占比约 23%，较 2021 年下降超 1 个百分

点；来自韩国的进口金额占比下降近 3.5个百

分点；而来自新加坡、马来西亚的进口金额占

比，较2021年均上升超3.5个百分点。

进口依赖度持续下降

随着行业的复苏，半导体公司业绩回暖趋势

明显。在历经了 2022 年及 2023 年的“寒冬”后，

2024年半导体公司业绩迎来大幅逆转。数据宝根

据申万二级行业统计，2022年、2023年，半导体上

市公司净利润大幅下滑（可比数据）后，2024年增

幅转正，剔除巨亏的闻泰科技后，行业净利润增速

接近 30%。

从单家公司看，思特威-W、德明利2024年净利

润增幅均超过 10倍，其中思特威-W在安防领域图

像传感器芯片市场占有率第一；德明利在全球存储

卡、存储盘等移动存储领域拥有一定市场份额。

长川科技 2024年净利润增幅下限超过 7.5倍，

公司掌握集成电路测试设备的相关核心技术。上

海贝岭、中微半导、普冉股份 2024年业绩扭亏，中

微半导 2024年实现净利润 1.37亿元，公司在接受

证券时报记者采访时表示，其 8 位 MCU 在国内处

于领导地位，32位MCU的影响力越来越大。

进一步来看，在半导体行业中，2024年实现盈

利且增幅超过 40%，机构一致预测 2025年、2026年

净利润增幅均超过40%的公司有14家，其中在国内

或全球具备领先地位的公司有11家，这些公司业绩

的增长势头强劲。

比如士兰微是国内领先的半导体 IDM公司，公

司获机构一致预测 2025 年净利润增幅有望超过

400%；晶合集成 12英寸晶圆代工产能中国内地排

名前三；泰凌微在无线芯片市场细分低功耗蓝牙芯

片领域全球市占率前三。

外部限制导致国产设备需求大增，也推动

半导体产业技术突破，部分设备实现国产替代。

中微半导在接受证券时报记者采访时表

示，在MCU芯片领域，由于多数产品在成熟制程

上加工生产，中国半导体在MCU方面基本实现

自主可控，特别是在消费电子领域，国产MCU市

场份额逐年扩大，已开始占据市场主导地位。

半导体设备领域的后起之秀——新凯来，

在今年上海国际半导体展览会期间携三十余款

半导体设备参加，引起业内轰动，其公布产品包

括外延沉积EPI设备（峨眉山系列）、原子层沉积

ALD设备（阿里山系列）、物理气相沉积PVD设

备（普陀山系列）、刻蚀 ETCH设备（武夷山系

列）、薄膜沉积CVD设备（长白山系列）和量检测

设备(岳麓山等系列）。这是新凯来成立近四年

来首次对外公开产品线，也被市场称为国产

半导体设备的“重大突破”。

今年4月，复旦大学团队研发的名为“无极”

二维半导体芯片，其核心突破绕开EUV光刻机封

锁，实现微米级工艺的纳米级功耗，实现了5900
个晶体管在12英寸晶圆上精准排布，反相器良率

达99.77%，较国际同类研究水平大幅提升。

2024年，半导体设备龙头企业——北方华

创，在电容耦合等离子体刻蚀设备、原子层沉

积设备、高端单片清洗机等多款新产品实现关

键技术突破，工艺覆盖度显著增长。

业内人士称，本土企业在一些关键领域的

技术突破，降低对国外技术和产品的依赖程

度，保障了国内半导体产业的稳定发展，为相

关企业带来新的市场机遇。

多个领域实现突围

证券时报记者 张娟娟

近些年来，随着以东南亚为主的新兴市

场对电子产品消费规模的逐年增长，半导体

的市场需求不断扩大。凭借产业链及价格优

势，我国半导体出口主要目的地已从传统市

场延伸至新兴市场。

国际半导体协会（SEMI）认为，得益于对领

先技术的需求不断增长、新的芯片架构的引入，

未来全球半导体设备市场将保持增长趋势。业

内人士称，中国作为全球最大的半导体市场，在

零部件、芯片等环节限制升级及需求加大的背景

下，半导体产业链国产化、自主化进程将加快，

国内半导体企业在未来也有望具备较大的潜

力，尤其是半导体设备领域。

然而，芯片出口金额的增长并不完全意味

着中国已经在所有领域都实现了突破。多家

机构普遍认为，中国高端芯片发展虽取得一定

进展，但在先进制程技术、高端算力芯片等关

键领域，与国际先进水平相比仍存在差距，需

要进一步加大研发投入，提升自主创新能力，

以实现高端芯片的国产化替代和产业的高质

量发展。

站在“十四五”规划收官以及“十五五”规

划开局的关键节点上，作为研发创新的主体，国内半

导体企业承担着突破重围的使命，仍需进一步提升国

内半导体领域的自主可控水平，以及加快国际接轨。

对于企业而言，需持续关注国际半导体技术

发展趋势，提前布局新兴技术领域；与国际知名企

业建立战略合作关系，开展跨国并购与投资，提高

公司的国际知名度和品牌影响力。

在政策层面上，也有进一步发力的空间。中微

半导在接受证券时报记者采访时建议，制定中国半

导体产业的标准和体系，严格知识产权的保护，提

高自主可控的意识，加大对自控可控的考核，让自

主可控意识成为产业链公司的行为自觉。

期待自主可控成产业链公司行为自觉

资本市场助力产业发展

得益于政策支持，国产半导体领域获得更多资

源倾斜。A股半导体公司数量占比呈上升趋势，国

内半导体产业并购重组步伐加快。

按年度计算，2019至 2021年，A股半导体公司

数量占当年公司总数的比重持续低于 5%，但 2022
年以来占比大幅提升，2024 年达到 10%。与此同

时，2024年以来半导体行业拟 IPO公司受理时长大

幅缩短，如屹唐股份从申报材料到证监会受理仅用

40余天，目前其 IPO状态更新至“证监会注册”。

从一级市场首发募资来看，自 2022至 2024年

（按上市日统计），半导体公司年度募资金额占A股整

体募资比重持续超过10%，2023年创下20%以上的

峰值。自2019至2024年上市的半导体公司整体超

募35%以上，同期A股整体超募比例仅10%左右。

2024年，新“国九条”、“科创板八条”、“并购六

条”等一系列政策“组合拳”激活了并购重组市场。

以最新披露日计算，2024年以来，有 20家公司披露

半导体并购重组事件（同行或跨界），除5家失败外，

其余15起案例目前大多处于“董事会预案”阶段。

比如，希荻微拟定增收购诚芯微100%股权，交易

价值达 3.1亿元；富乐德拟定增收购富乐华 100%股

权，交易价值65.5亿元。富乐德已研发并量产14nm
制程洗净工艺，拟收购的标的公司是一家全球领先

的功率半导体覆铜陶瓷载板生产商，收购将助力上

市公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局。

在EDA领域，华大九天拟定增收购芯和半导体

100%股权，两家公司均属于 EDA 领域明星企业。

概伦电子是A股首家EDA领域上市公司，4月11日

晚间，公司公告拟收购锐成芯微 100%股权及纳能

微45.64%股权，将成为首个实现“EDA工具+半导体

IP”深度融合的产业形态引领者。

从参与半导体并购重组公司的市场表现来看，

自首次披露日截至最新收盘日，上述15家公司平均

涨幅超过 20%，其中罗博特科股价涨幅超过 200%，

富乐德股价涨幅接近80%，友阿股份涨幅超过50%。
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